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Beschreibung: 

Moderne Gebäude werden mit aufwendigen Fassadenkonstruktionen aus geklebten Elementen 

versehen. Tragende Ganzglaskonstruktionen können durch neuartige Klebstoffe hergestellt wer-

den. Dabei spielen Klebverbindungen an mechanisch und thermisch belasteten Bauelementen eine 

wichtige Rolle. Klebstoffe altern infolge der klimatischen Einflüsse und die Qualität der Verbindung 

zwischen den Bauelementen lässt sich im eingebauten Zustand sehr schwer überprüfen. Typi-

scherweise werden heute transparente Glas-Glas- oder transluzente Glas-Metall-Verbindungen 

durch Klebung mit Epoxidharz- oder Acrylatklebstoffen realisiert. Die prozessabhängige Qualität 

der Klebverbindungen, die sich aus dem Herstellungs- bzw. Aushärtungsprozess ergibt, und deren 

Einfluss auf das Verhalten der geklebten Bauteile insbesondere unter Aspekten der Alterungseigen-

schaften des Klebstoffes unter äußeren klimatischen Bedingungen sind bisher kaum untersucht. 

Im Rahmen dieses Projektes soll ein faseroptisches Sensorsystem entwickelt werden, welches di-

rekt Schubdehnungen und Temperaturen der Klebverbindungen mit einer Klebstoffdicke von 0,5 

mm bis 2,0 mm während des gesamten Lebenszyklus von der Aushärtung bis zum Nutzungsende 

des Elementes zerstörungsfrei und unabhängig von der Bauteilgröße überwachen kann. Die Mes-

sungen werden in der Klebschicht mit FBG-Sensoren durchgeführt. Zur Interpretation der gemes-

senen Daten soll eine Auswertungssoftware entwickelt werden, um den Beanspruchungszustand zu 

bestimmen und Versagenskriterien zu definieren. 

Auf diese Art und Weise kann auf aufwendige Structural Health Monitoring-Systeme, die erst nach 

der Herstellung der Klebverbindung installiert werden können, verzichtet werden. Die Ergebnisse 

der Simulation werden experimentell validiert und es werden praxistaugliche Lösungen zur Positi-

onierung der Messstellen überprüft. Neben den Schubdehnungen werden auch die auftretenden 

Temperaturen während und nach dem Klebprozess analysiert, um divergierende Ergebnisse zu 

vermeiden. Es sollen die zeit- und temperaturabhängigen Einflüsse auf den Klebstoff bei der Aus-

wertung der Sensorsignale durch experimentelle und numerische Untersuchungen erfasst werden. 

Das Projekt wird gemeinsam mit dem Forschungspartner Materialforschungs- und -prüfanstalt 

Weimar bearbeitet. 

 

 

Weitere Informationen: 

Juniorprofessur Simulation und Experiment   

http://www.uni-weimar.de/Bauing/stahlbau/SimEx/

